
Reliability Qualification
AmkorのPLCCパッケージは、標準的なJEDECのテスト基準に対応した実績の
ある信頼性の高い部材を用い、最適化されたパッケージデザインで製造されて
います。

	f MSL：JEDEC Std D level 3, 30°C/60% RH, 192 hrs
	f 温度サイクル：-65°C/+150°C, 500 cycles
	f uHAST：130°C/85% RH, 1000 hours
	f HTS：50°C, 1000 hours

AmkorのPLCC（Plastic Leaded Chip Carrier）は、20～84リードの正
方形タイプおよび32リードの長方形タイプをラインアップしており、市
場で求められる幅広いニーズにお応えします。本パッケージファミリー
には、RoHS準拠で鉛フリーかつ環境に優しいグリーン材料を使用して
います。

Thermal Performance
マルチレイヤーPCB

Electrical Performance
シミュレーション @ 100 MHz

JEDECテストボード – 1S2P 
テスト @ 1W、ドロップインヒートスプレッダーオプションあり

PLCC

DATA SHEET  |  LEADFRAME PRODUCTS

Package Body Size
(mm)

Pad Size
(mm)

θJA at (°C/W) by Velocity (LFPM)

0 200 500

28 Ld 11.5 x 11.5 6.6 x 6.6 37.8 32.1 29.4

44 Ld 16.6 x 16.6 8.89 x 8.89 29.6 24.4 22.0

84 Ld 29.3 x 29.3 10.8 x 10.8 22.2 19.4 18.1

Package Body Size 
(mm)

Pad Size
(mm) Lead

Self  
Inductance

(nH)

Bulk 
Capacitance

(pF)

Self 
Resistance

(mΩ)

20 Ld 8.9 x 8.9 3.7 x 3.7 Longest
Shortest

2.110
1.780

0.596
0.583

13.5
11.1

44 Ld 16.6 x 16.6 8.89 x 8.89 Longest
Shortest

2.900
2.140

0.893
0.681

17.8
13.7

84 Ld 29.3 x 29.3 10.8 x 10.8 Longest
Shortest

10.900
6.840

1.780
1.750

57.6
43.2

FEATURES

	f ボディサイズ：0.352″ x 0.352″
～1.152″ x 1.152″

	f リード数：20～84

	f JEDEC標準準拠

	f 狭ピッチワイヤボンド対応

APPLICATIONS

AmkorのPLCC製品ファミリ－は「 J 」
リード表面実装パッケージのJEDEC標
準を満たすように設計されています。
本パッケージは、マイクロコントロー
ラ、ASIC、電源コントローラなど、さ
まざまなデバイスに使用されます。ア
プリケーションとしては民生品および
工業向け製品に適しています。



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Process Highlights
	f チップ厚：25 mils
	f ストリップメッキ：100%無光沢Sn
	f ストリップマーキング：レーザー
	f リード検査：光学検査

Test Services
	f プログラム作成／コンバージョン
	f プロダクトエンジニアリングサポート
	f ウェハプローブ
	f -55°C～+165°Cテスト対応

Shipping
	f 帯電防止クリアチューブ

PLCC
Cross Section PLCC

Configuration Options
PLCC Nominal Package Dimensions (mm)

Package
Type

Lead
Count

Body
Size

Body
Thickness

Lead
Pitch

Lead
Form

Amkor
DWG # JEDEC Units Per

Tube

Square

20 0.352 x 0.352 0.152 0.05 N/A 00060 MS-018 46

28 0.452 x 0.452 0.152 0.05 N/A 00060 MS-018 37

44 0.652 x 0.652 0.152 0.05 N/A 00060 MS-018 26

52 0.752 x 0.752 0.152 0.05 N/A 00060 MS-018 23

68 0.952 x 0.952 0.150 0.05 N/A 00060 MS-018 18

84 1.152 x 1.152 0.150 0.05 N/A 00060 MS-018 15

Rectangular 32 0.452 x 0.552 0.109 0.05 N/A 00061 MS-016 30
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